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銅（Cu）電鋳

銅電鋳仕様銅電鋳仕様銅電鋳仕様

対応基材材質：SUS、樹脂等
対応基材サイズ：φ200mm以下（外周部から10mmは析出しない）
銅積層厚み：数um～数百um

【3-DEFお問合せ】若狭電機産業株式会社

TEL(06)6876-5541　FAX(06)6876-3154

http://www.wakasadenki.co.jp/ E-mail:info2@wakasadenki.co.jp

〒565-0806　大阪府吹田市樫切山21-S-8

均一に厚みをつけることができる電鋳技術の特徴を活かして通常のCu電気メッキではできない
均一なCuメッキ層を形成することができる。（通常では周辺部分が厚く真中が薄く積層される）

シード層成膜後

現在対応可能な銅電鋳装置は自動処理対応ではないので1枚ずつ
の電鋳処理となります。よって銅電鋳枚数が多くなればある程度
のお時間が必要ですのでご入用の際はなるべく早めにご依頼下さ
いませ。

Cuメッキ層成膜後 パターンエッチング後
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30um幅 40um幅 50um幅 60um幅 70um幅 80um幅

90um幅 100um幅 110um幅 120um幅 130um幅 140um幅

パターンエッチング後の拡大写真 

Cuメッキ層、シード層をパターンエッチングすることにより微細回路形成が可能
厚みが均一なので熱を一定に伝えないといけないアプリケーション等に適用が可能

φ160mm 300um銅電鋳板


